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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年9月15日(2011.9.15)

【公開番号】特開2009-33178(P2009-33178A)
【公開日】平成21年2月12日(2009.2.12)
【年通号数】公開・登録公報2009-006
【出願番号】特願2008-196676(P2008-196676)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/683    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/458    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/68    　　　Ｐ
   Ｈ０１Ｌ  21/205   　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/458   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月1日(2011.8.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空チャックであって、
　基板を支持するための支持表面を有する本体と、
　上記支持表面に形成された軸対称に配置された複数の溝と、を備え、上記軸対称に配置
された複数の溝は、
　上記真空チャックの中心軸の周りに配置された内側円形溝と、
　上記内側円形溝の周りに同心で配置された外側円形溝と、
　上記内側円形溝と上記外側円形溝とを接続する複数の半径方向溝と、を含み、
　上記真空チャックは更に、上記本体を通して且つ上記内側円形溝内に形成され且つ上記
内側円形溝の非交差部分に配設され、動作中に上記複数の溝を真空源に流体結合するため
の複数のチャッキング孔、
を備える真空チャック。
【請求項２】
　上記本体内に配設されたヒーターを更に備える、請求項１に記載の真空チャック。
【請求項３】
　上記複数の溝は、１７ミルから２３ミルの間の幅を有する、請求項１又は２に記載の真
空チャック。
【請求項４】
　上記複数の溝は、２．５ミルから３．５ミルの間の深さを有する、請求項１から３のい
ずれか１項に記載の真空チャック。
【請求項５】
　上記支持表面は、３２マイクロインチ以下の表面粗さを有する、請求項１から４のいず
れか１項に記載の真空チャック。
【請求項６】
　上記孔は、２０ミルから６０ミルの間の直径を有する、請求項１から５のいずれか１項
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に記載の真空チャック。
【請求項７】
　上記孔は、４０ミル以下の直径を有する、請求項１から５のいずれか１項に記載の真空
チャック。
【請求項８】
　上記孔は、上記複数の溝の幅よりも小さな直径を有する、請求項１から７のいずれか１
項に記載の真空チャック。
【請求項９】
　上記複数のチャッキング孔は、２つのチャッキング孔である、請求項１から８のいずれ
か１項に記載の真空チャック。
【請求項１０】
　上記複数のチャッキング孔は、上記真空チャックの中心軸の周りに対称に配置されてい
る、請求項１から９のいずれか１項に記載の真空チャック。
【請求項１１】
　上記軸対称に配置された複数の溝は、上記内側円形溝と上記外側円形溝とを備え、上記
内側円形溝と上記外側円形溝とを結合する４本の半径方向に延長する溝を有する、請求項
１から１０のいずれか１項に記載の真空チャック。
【請求項１２】
　処理チャンバと、
　上記処理チャンバ内に配設された、請求項１から１１のいずれかに記載の真空チャック
と、
を備える基板処理チャンバ。
【請求項１３】
　上記チャッキング孔に結合され、上記処理チャンバ内での基板の処理中に上記複数の溝
内に真空圧を確立し且つ維持するための真空ポンプを更に備える、請求項１２に記載の基
板処理チャンバ。
【請求項１４】
　真空チャックを製造するための方法において、
　基板支持表面を有する本体を準備するステップと、
　上記支持表面に軸対称に配置された複数の溝を形成するステップと、を備え、上記軸対
称に配置された複数の溝は、
　上記真空チャックの中心軸の周りに配置された内側円形溝と、
　上記内側円形溝の周りに同心で配置された外側円形溝と、
　上記内側円形溝と上記外側円形溝とを接続する複数の半径方向溝と、を含み、
　上記方法は更に、上記内側円形溝の非交差部分内に上記本体を通して複数のチャッキン
グ孔を形成するステップと、
を備える方法。
【請求項１５】
　上記本体を準備するステップは、既存の溝を上記本体から除去する段階を含む、請求項
１４に記載の方法。
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